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内容概要

本书是电子类中等专业学校专业课教材。
内容包括电子产品常用教材，常用电子元器件的特点及选择，印制电路板选择、设计与制作，焊接工
艺，电子产品整机装配过程及工艺要求，电子产品调试与检验，电子产品质量管理以及ISO9000 质量
标准的运用等。
    本书根据中等职业教育的特点，既注重基础知识，又强调实践性和学生技能的培养；既介绍了传统
的材料和工艺，又讲述了当前生产中新材料、新技术和新工艺的运用。
可作为中等职业学校电子类专业教材，也可作为工程技术人员的参考用书。
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